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Κοινοπραξία



Τα κύρια αναµενόµενα αποτελέσµατα του έργου αποτυπώνονται από τους 
κάτωθι βασικούς Δείκτες καινοτοµίας:

 Συναρµολόγηση ηλεκτρονικών κυκλωµάτων µε διαστάσεις 
επαφών έως και δέκα φορές µικρότερες από το τρέχον όριο της 
τεχνολογίας επιφανειακής στήριξης (0.2mm) 

 Μείωση σταδίων βιοµηχανικής διαδικασίας συναρµολόγησης 
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων από 5 σε 3. 

 Αύξηση ακρίβειας στον έλεγχο της ποσότητας εναποτιθέµενης 
συγκολλητικής ουσίας από 100nL σε 10nL και βελτίωση της διακριτικής 
ικανότητας εναπόθεσης συγκολλητικής πάστας από 100µm σε 10µm. 

 Ελαχιστοποίηση αστοχιών κατά τη συναρµολόγηση από 10% 
που παρουσιάζεται σήµερα στην περίπτωση των BGAs σε λιγότερο από 
1% µε την υψηλής ακρίβειας προτεινόµενη εκτύπωση. 

 Υλοποίηση ενός πλήρως λειτουργικού εργαστηριακού 
πρωτοτύπου που θα ενσωµατώνει όλη την τεχνολογία συναρµολόγησης 
ΣΥΝ-LASER, και θα µπορεί να τοποθετηθεί σε γραµµή παραγωγής. 

 Ανάπτυξη κα ινοτόµων εκτυπώσιµων µελαν ιών από 
νανοσωµατίδια Αργύρου και οξειδίου του Χαλκού µε τα εξής 
χαρακτηριστικά: υψηλή συγκέντρωση και κατάλληλο ιξώδες, 
σταθερότητα στο χρόνο, στενό εύρος διαστάσεων, προσιτό κόστος 
παραγωγής και οικολογικές µέθοδοι παραγωγής 

 Αύξηση της ταχύτητας της διαδικασίας ηλεκτρικής διασύνδεσης 
των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων από 4 νήµατα/s σε 100 νήµατα/s µε τη 
χρήση της τεχνολογίας εκτύπωσης µε laser.

Καινοτοµία

Το αντικείµενο του έργου αφορά τη χρήση της τεχνολογίας εκτύπωσης µε 
laser για την ανάπτυξη καινοτόµων διαδικασιών συναρµολόγησης και 
διασύνδεσης ηλεκτρονικών κυκλωµάτων. Η προστιθέµενη αξία της 
προτεινόµενης τεχνολογίας έγκειται στην αύξηση του ρυθµού εκτύπωσης 
και της διακριτικής ικανότητας των διαδικασιών συναρµολόγησης και 
διασύνδεσης, η οποία συνάδει µε τη γενικότερη τάση για σµίκρυνση των 
διαστάσεων που διέπει τη µικροηλεκτρονική. Συγκεκριµένα οι στόχοι του 
έργου είναι οι ακόλουθοι:

  Ανάπτυξη καινοτόµου διαδικασίας συναρµολόγησης Στόχος 1:
ηλεκτρονικών κυκλωµάτων µε τεχνολογία µικροεκτύπωσης µε laser για 
στοχευµένη εκτύπωση αγώγιµων παστών (solder paste) µε ακρίβεια <10 
µm και ρυθµό εκτύπωσης > 10000 ψηφίδων ανά δευτερόλεπτο, ικανής να 
επιτύχει συναρµολόγηση ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων µε µέγεθος επαφών 
µικρότερο από το τρέχον όριο της τεχνολογίας συναρµολόγησης (0.2 
mm). 

 Ανάπτυξη νέας διαδικασίας ηλεκτρικής διασύνδεσης Στόχος 2: 
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, βασιζόµενης στην εκτύπωση µε laser, µε 
δυνατότητα κατασκευής µεταλλικών νηµάτων διαµέτρου <10 µm και 
µήκους έως 1 cm, υψηλής µηχανικής αντοχής και ευστάθειας από άργυρο ή 
οξείδιο του χαλκού. 

  Πλήρως λειτουργικό εργαστηριακό πρωτότυπο το Στόχος 3:
οποίο ενσωµατώνει τις τεχνολογίες διασύνδεσης και εκτύπωσης 
συγκολλητικής πάστας που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου, µε 
δυνατότητα εκτύπωσης 10.000 επαφών το δευτερόλεπτο και διακριτική 
ικανότητα 10 µm 

  Ανάπτυξη υπερσυµπυκνωµένων διαλυµάτων Στόχος 4:
νανοσωµατιδίων Αργύρου και οξειδίου του Χαλκού µε χαρακτηριστικά 
ιξώδους και συγκέντρωσης κατάλληλα για εκτυπώσιµα µελάνια µε την 
τεχνολογία laser για εφαρµογή στη συναρµολόγηση και ηλεκτρική 
διασύνδεση ηλεκτρονικών διατάξεων. 
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